
PATENTE DE INVENCION 

por 20 años

por "UN PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACION DE CIRCUITOS ELEC­

TRICOS Y ELECTRONICOS IMPRESOS, EN LOS QUE EL CIRCUITO QUEDA 

AL MISMO NIVEL DE LA PLACA", a favor de D. Guido GUIDI, de 

nacionalidad ita lia n a , domiciliado en MILAN -  Via Tadlno, 1.

MEMORIA DESCRIPTIVA

En todas la s  industrias de carácter eléctrico  o elec­

trónico, aviación, automovilismo, cinema, radio, te levisió n ,  

e t c .,  vienen utilizándose cada vez más, lo s circu itos e lé c tr i­

cos o electrónicos impresos, que permiten l a  máxima precisión  

5* en la  reproducción y realización de cualquier plano o proyec­

to; aseguran l a  f i je z a  y estabilidad de sus diversos elementos 

en l a  posición re la tiv a  en que deben de quedar colocados para 

su buen funcionamiento; reducen considerablemente e l volumen 

y peso de la s  instalaciones; permiten una producción industrial 

10. a mayor escala y rendimiento con menor costo de producción y

eliminan la s  dificultades e inconvenientes de lo s antiguos s is ­

temas a base de montaje de h ilo s, cables y accesorios, conecta­

dos o soldados entre s í ,  como piezas sueltas sin  formar l a  uni­

dad propia de lo s actuales circu ito s.



La presente Patente tiene por objeto f a c i l i t a r  l a  

construcción de circu itos eléctrico s o electrónicos impresos, 

a bajo costo y con la s  mayores garantías de rendimiento, incor­

porándolos en una plaoa aislante que sirve de soporte y que pue- 

5* de ser construida a base de resinas termoindurentes o termoplás- 

t ic a s ,  de p oliésteres catalizablea o en general de cualquier 

otro soporte adecuado que reúna la s  características de a is la ­

miento, indeformabilidad, grado de elasticid ad, resisten cia  

a l a  temperatura y otras, apropiadas a l a  u tiliza c ió n  a que v ie -  

10. ne destinada.

Esta placa aislante se obtiene en e l presente proce­

dimiento mediante l a  superposición de cierto número de hojas 

de papel, hoja de cartulina, cartón, te jid o , fib r a  de vid rio , 

o de otro soporte adecuado, impregnándolas con l a  resina sin té -  

1$. t ic a  escogida dentro de l a  gama de la s  u tiliz a b le s , hasta obte­

ner e l espesor deseable; sobre esta  placa, se superpone a conti­

nuación, por una o ambas de sus caras, según sea l a  clase de 

lo s  circu itos a obtener, una finísim a lámina de cobre, u otro 

metal adecuado que podrá ser según lo s  casos, oro, p la ta , zinc, 

20. e t c .,  obtenida por v ía  galvánica o electrónica, con espesores 

variables entre una centésima y cinco décimas de milímetro, aun­

que l a  medida normal suele ser l a  de tres décimas y media de mi­

límetro , sobre cuya placa se habrá dibujado ya por procedimiento 

fotográfico , serigràfico o tipográfico según lo s casos, e l c ir -  

25- cuito que se desee. Para asegurar la  incorporación entre l a  pla­

ca, mejor dicho, entre la s  hojas que van a con stitu ir l a  placa  

soporte y la  lámina de metal grabado, es conveniente emplear 

algún adhesivo adecuado a la  naturaleza de lo s  materiales em­

pleados.

Este conjunto es sometido a un prensa je en determina­

das condiciones de presión y temperatura, preferentemente en

30
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una prensa para termoindurentes, -caso de ser de esta clase  

la s  resinas u tiliza d a s, como suele ser usual en ta le s  circu i­

to s -,  de platos múltiples y a calefacción de vapor.

Al ser prensado el conjunto en la s  condiciones refe-  

5. rldas, l a  lámina de cobre o del metal u tilizad o , queda incorpo­

rada al laminado estratificado resultante de la s  hojas impregna­

das de resina, quedando e l circuito grabado en l a  lámina al mis­

mo n ivel que la  placa propiamente dicha, sin rebordes, relieves, 

ni diferencias de planos; esta circunstancia, constituye de 

10. hecho la  cara cterística  principal de este sistema de fabricación  

de circu itos elé ctrico s, en lo s que a l encontrarse el circuito  

en el mismo n ivel de la  placa, desaparecen automáticamente to­

das la s  posibilidades de desgaste del circu ito y l a  introducción 

de polvo, grasas, e tc .,  que d ificu lta ría n  su buen funcionamien- 

15. to.

En casos especiales, mediante la  aplicación de lo s  

correspondientes topes a la  prensa, podría obtenerse que parte 

del circuito quedase en reliev e, de ser ello  conveniente al es­

p ecial trabajo que a ta l  circu ito se encomiende.

20. La placa laminada constituida por la  incorporación

del estratificado resinoso con l a  lámina de metal, no será ne­

cesariamente rectangular n i continua ni completamente plana; 

sinó que según se desee, puede ser troquelada con diversidad 

de formas, perforada en lo s diámetros y formas precisos y t e -  

25 . ner la  curvatura que se desee, sin que como consecuencia de

ta le s  variaciones de forma, continuidad y figu ra varíe e l prin­

cipio innovador que es objeto de esta Patente de invención.

N O T A .
Se reivindica como objeto de esta Patente de inven-

30. ción:

1 . -  Un procedimiento para la  fabricación de circuitos e lé c tr i-



eos y electrónicos impresos, en lo s  que e l circuito queda al 

mismo n ivel de la  placa, caracterizado por comportar un lami­

nado p lá stico  realizado mediante l a  superposición de hojas de 

papel, cartulina, cartón, tejid o  fib r a  de vid rio  u otros estra-  

5. t if ic a b le s ,  impregnadas con resinas sin té tic a s, que queda con­

vertido en soporte aislante del circu ito  eléctrico  o electróni­

co arriba descrito.

2 . -  Un procedimiento para la  fabricación de circu itos e lé c tr i­

cos y electrónicos impresos, en los que el circuito queda al

10. mismo n ivel de la  placa, caracterizado porque al laminado p lás­

tico  se incorpora una lámina de cobre u otro metal adecuado que 

l le v a  grabado o diseñado el circu ito  por una o ambas de sus ca­

ras, mediante un proceso de prensado que determina l a  policonden- 

sación y polimerización de los e stra tific a b le s  y l a  unión a

15. e llo s  de l a  lámina portadora del circu ito , convirtiéndoles en 

una sóla placa o panel.

3. -  Un procedimiento para l a  fabricación de circu itos e lé c tr i­

cos y  electrónicos impresos, en lo s  que el circu ito  queda a l  

mismo n ivel de la  placa, caracterizado por l a  elaboración de l a

20. placa portadora del circu ito  asi formada, sometiéndola al troque­

lado, perforación o curvado adecuados, e instalándole o montán­

dole lo s accesorios y elementos independientes.

4. -  Un procedimiento para la  fabricación de circu ito s e lé c tr i­

cos y  electrónicos impresos, en lo s  que e l circu ito  queda al

25 . mismo n ivel de l a  placa, caracterizado porque e l diseño del c ir ­

cuito sobre l a  lámina de cobre u otro metal podrá ser obtenido 

por v ía  fo to gráfica , serigràfica  o tip o gráfica, quedando t a l  di­

seño a n ivel de l a  placa aislante lo  que constituye l a  caracte­

r ís t ic a  principal de dicha Patente.

30. 5 .-  Un procedimiento para l a  fabricación de circu itos e lé c tr i­

cos y electrónicos impresos, en lo s  que e l circu ito  queda al
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mismo n ivel de la  placa, caracterizado porque, en casos p arti­

culares, todo o parte del diseño podrá sobresalir de l a  placa  

aislan te, sin que por e llo  quede afectado e l principio innova­

dor propio de esta invención.

5. Sean cuales fueren la s  circunstancias que concurran

en la  esencialidad de la  Patente de invención definida en las  

anteriores reivindicaciones, cuyo objeto es:

6 .-  "UN PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACION DE CIRCUITOS ELECTRI­

COS Y ELECTRONICOS IMPRESOS, EN LOS QUE EL CIRCUITO QUEDA AL 

10. MISMO NIVEL DE LA PLACA".

Consta l a  presente memoria de cinco hojas foliad as, 

mecanografiadas por una sola cara*

Barcelona, 2 8 SEP. 1985

mo.
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